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Abstract (en)
[origin: WO8707081A1] In switchable semi-conductor components with a divided contact electrode in a semi-conductor body having a small surface
expansion, the positive material connection of the structured electrode to a contact plate (12) is achieved by arranging a base metallization (6)
on each base region lying between two emitter regions; on top of this, a first insulating layer (7); on top of this a through-type emitter metallization
(8) and on the latter a through-type second insulating layer (9). The second insulating layer has, in every region above each base metallization a
window (10), and applied to second insulating layer is a through-type intermediate layer (11) of a contact metal, e.g. a solder metal, which contacts
the emitter metallization in the windows of the second insulating layer, said intermediate layer serving to provide a flat support for and the positive
material connection of a level contact plate (12). Furthermore, in order to improve the switching behaviour with the aid of specific resistors in the
connection of the emitter regions with the contact plate, the emitter metallization, which consists for example of chromium and nickel, is so designed
that any lateral voltage drop between the contact plate and plane of symmetry of an adjacent emitter region is more than 10 mV during operation at
the nominal load.

Abstract (fr)
Dans des composants à semiconducteurs commutables comportant une électrode de contact subdivisée dans un corps de semiconducteur de
faible superficie, on réalise la connexion par liaison de matière de l'électrode structurée avec une plaque de contact (12) en disposant une couche
de métallisation de base (6) sur chaque région de base située entre deux régions d'émission, en disposant sur cette couche une première couche
isolante (7), puis sur cette dernière une couche de métallisation d'émission (8) du type traversant et sur celle-ci une seconde couche isolante (9)
du type traversant. La seconde couche isolante présente, dans chaque région au-dessus de chaque couche de métallisation de base une fenêtre
(10), et on applique sur la seconde couche isolante une couche intermédiaire (11) traversante d'un métal de contact, par exemple un métal d'apport
de brasage, laquelle couche est en contact avec la couche de métallisation d'émission dans les fenêtres de la seconde couche isolante, ladite
couche intermédiaire servant à assurer une surface d'appui plane pour une plaque de contact (12) plane et permettant la connexion de celle-ci par
liaison de matière. D'autre part, afin d'améliorer le comportement en commutation à l'aide de résistances spécifiques dans la connexion des régions
d'émission avec la plaque de contact, la couche de métallisation d'émission, composée par exemple de chrome et de nickel, est conformée de telle
sorte que toute chute de tension latérale entre la plaque de contact et le plan de symétrie d'une région d'émission adjacente est supérieure à 10 mV
lors du fonctionnement à la charge nominale.
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